Rozklad wyprowadzen modutu CC1100EM
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1. GND
2. antena
3. GND
4. VDD (1,8 -3,3V)
5. n.c.
6. GND
7.  CSn (interfejs SPI wejscie chip select)
8. SI (interfejs SPI wejscie serial input)
9. SCLK (interfejs SPI wejscie clock input)
10. SO (interfejs SPI wyjscie serial output)

11. GDOO  (wejscie/wyjscie wielofunkcyjne)
12. GDO2  (wejscie/wyjscie wielofunkcyjne)



Wymiary modulu CC1100EM
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wszystkie wymiary w milimetrach
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